Seria XT V

Technologia X-ray i CT do zastosowan w
przemysle elektronicznym

NIKON METROLOGY | VISION BEYOND PRECISION



NIESKOMPLIKOWANA KONTROLA ELEKTRONIKI

Zapotrzebowanie na elastyczne i optacalne metody kontroli
rentgenowskiej o wysokiej rozdzielczosci umozliwiajace
radzenie sobie z wymogami coraz mniejszych elementow
elektronicznych oraz do przestrzegania coraz bardziej
rygorystycznych norm jakosciowych wciaz rosnie.

Seria XT V umozliwia w sposob intuicyjny i nieniszczacy
zajrze¢ do wnetrza plytek drukowanych lub komponentow
elektronicznych w celu kontroli jakosci. Wykorzystujac
zalety serii XT V producenci moga przyspieszy¢ czas
realizacji oraz poprawi¢c jako$¢ produktow przy
réwnoczesnym obnizeniu kosztow.




BOGACTWO ZASTOSOWAN
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Obraz CT uktadu scalonego

Wraz z rosnagcym zapotrzebowaniem na
miniaturyzacje komponentéw elektronicznych i
ptytek wielowarstwowych, nowoczesne systemy
kontroli  rentgenowskiej musza zapewnié¢
najostrzejsze  obrazowanie i bezwzgledng
produktywnos¢ by sprosta¢ temu zadaniu.

SMD (Surface Mount Devices)

BGA (Ball Grid Array) - Srednica i okragto$¢ BGA
QFN (Quad-Flat No-leads) - analiza porowato$ci BGA i PAD
QFP (Quad Flat Package) - Head-in-Pillow

- zimne lub suche luty

- brakujace BGA

- mostkowanie

- formy potaczen lutowanych
- kulki lutowane

Through-hole - wypetnianie PTH
- peknigcia w otworach przelotowych
- mostki pomigdzy pinami
IC Bonding
Wire bonding (Au lub Cu) i przelrwane przev.voqy .
Flip chip - analiza rozciaggniecia przewodow
C4 (Controlled Collapse Chip - uszkodzone W|.qzan|.a klinowe
) - uszkodzone wigzania kulek
Connection) ) -
- analiza porowato$ci uBGA
- Zimne luty
- analiza porowato$ci ptytek
wielowarstwowych

Wafer level interconnectivity:
WLFP or WL-CSP, 3D packaging, System in Package (SiP)

TSV (Through Silicon - wypetnienie poréw Cu
Via) - pozostate ptyny krawedziowe
Micro-bumps Cu-pillar - Analiza porowatosci

- zimne luty

Systemy XT V poza kontrolg komponentdéw elektronicznych,
umozliwiajg takze kontrole X-ray lub CT innych malych
komponentow. Duzy stolik moze pomiesci¢ wiele probek dla seryjnej
analizy w badaniach nieniszczacych.

Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS, MOEMS) stosowane
czesto w elektronice uzytkowej, takiej jak smartfony, mogg obejmowac
akcelerometry, czujniki ciSnienia, przyciski akcji itp.

Seryjna kontrola matych komponentéw takich jak okablowanie,
wigzki przewodow, czeci z tworzyw sztucznych, diody LED,
przelaczniki, czesci medyczne itp.



U ZRODtA TECHNOLOGII X-RAY
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- Lampy rentgenowskie Nikon Metrology sa
sercem naszej technologii i sg projektowane

oraz produkowane przez naszych inzynierdw. 3

' Pozwala to nam na szybkie poruszanie si¢ po . R !
rynku i opracowywanie kompletnych rozwiazan \ i’
do rozwijajacego sie zapotrzebowania. \ ¥
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Kluczowymi zaletami lampy typu otwartego sa
niskie koszty zakupu oraz eksploatacji, a takze
wyzsza niezawodnosé. Zintegrowany z lampa
generator napiecia eliminuje potrzebe stosowania
przewodéw wysokiego napiecia, ktore wymagaja
ciagtej konserwaciji.



Z \WRODZONA PRECYZJA

Systemy XT V zaopatrzone s w bardzo precyzyjne manipulatory z
mozliwos$cia rozbudowy o dodatkowa o$ obrotu do wykonywania CT.

Pionowa konfiguracja tomografu, z lampa umieszczong pod stotem
manipulatora i fotopowielaczem z mozliwoscig wychylania, sterowane
sg przyjaznym dla uzytkownika programem Inspect-X lub za pomoca
precyzyjnych joystickow.

Stot obrotowy zdolny do wielu obrotéw nawet przy maksymalnym
wychyleniu, zapewnia dowolny podglad kazdego obszaru
zainteresowania nawet przy maksymalnym powiekszeniu

%\ Powiekszenie

Wychylenie az do 75° oferuje
wystarczajacq elastycznos¢ do
$ledzenia pofaczen

Na podstawie dowolnej kombinacji obrotu, wychylenia i
powiekszenia prawdziwie koncentryczne obrazowanie

XT V 160 zapewnia, ze obszar zainteresowania pozostaje
zablokowany w centrum pola widzenia.




NAJWYZSZA JAKOSC

XT V 160 - Najwyzsza jako$¢ kontroli X-ray

Zaprojektowany specjalnie do zastosowan na liniach
produkcyjnych oraz w laboratoriach kontroli jako$ci. XT V
160 moze by¢ skonfigurowany wedle zastosowan klienta, aby
zoptymalizowa¢ wydajno$¢ do jego potrzeb. Poza reczng
kontrolg w czasie rzeczywistym, proces ten moze zosta¢ w
petni  zautomatyzowany w celu zmaksymalizowania
wydajnosci.

o Wiasnej produkcji NanoTech 160 kV / 20 W zdrodto mikrofokus z
submikronowa rozpoznawalno$cig szczegotow

e Kamera 1.45 Mpixel 12bit z fotopowielaczem o podwéjnym zakresie 4°/6”

e Opcjonalnie detektor ptaski

e Manipulator 5-osiowy (X,Y,Z, obrét, wychylenie)

e Ogladanie komponentu pod dowolnym katem i wychyleniem zapewnia
utrzymanie obszaru zainteresowania w centrum obszaru

e Obrazowanie w czasie rzeczywistym lub zautomatyzowana kontrola

e Przygotowany do zastosowan CT (opcjonalnie)

INTUICYJNY W OBSLUDZE

¢ Intuicyjne joysticki do nawigacji podczas kontroli w czasie rzeczywistym
o Bezkolizyjna manipulacja probki

o Duzy 30" monitor lub podwéjny 22” dla systemu sterowania i kontroli

o Wiodace oprogramowanie na rynku Inspect-X

o  Krotki czas szkolenia- wdrozenie w ciggu 1 dnia

o Lokalne wsparcie

OBRAZY WYSOKIEJ JAKOSCI

o Lampy mikrofokus zaprojektowane i wyprodukowane przez inzynieréw Nikon Metrology
o Powiekszenie geometryczne do 2400x w celu zobaczenia najmniejszych szczegdtow
o  Wykrywalnos¢ szczegotow na poziomie 500 nm dla XT V 160

o 16 bitowe przetwarzanie obrazu

e Maksymalne wychylenie do 75° w celu wykrywania defektow

e Precyzyjne sterowanie mocg i kierunkiem wiazki promieniowania rentgenowskiego

Ogromne powigkszenie obrazu umozliwia
uzytkownikowi powigkszenie konkretnego
przedmiotu zainteresowania



EKONOMICZNOSC

XT V 130C - Optacalny system do kontroli rentgenowskiej

XT V 130C to wysoce elastyczny oraz opfacalny system
do  kontroli  elementow elektronicznych i
potprzewodnikowych. Urzadzenie wyposazone jest w
zrodio 130 kV/10 W wyprodukowane przez firme Nikon
Metrology o  konstrukcji otwartej lampy ze
zintegrowanym generatorem. System ten cechuje sie
wysokiej jakosci rozdzielczoscig obrazu.

Seria dostepnych, opcjonalnych  modernizacji
umozliwia skonfigurowanie systemu zgodnie z
oczekiwaniami  klienta. ~ Modernizacje = moga
obejmowaé elementy takie jak: obrotowy stél,
wysokiej rozdzielczosci cyfrowy detektor plaski,
oprogramowanie do zautomatyzowanej kontroli oraz
mozliwos¢ pobzniejszego dodania opcji skanowania
CT.

o Wiasnej konstrukcji lampa mikrofokus 130 kV / 10W o wykrywalnosci
na poziomie 2 um

e Kamera 12 bitowa 1.45 Mpixel 12bit z fotopowielaczem o zakresie 6”

e Manipulator 4-osiowy (X, Y, Z, wychylenie)

e Skoncentrowany na obrazowaniu w czasie rzeczywistym

PRODUKTYWNOSC

e Szybka zautomatyzowana kontrola z natychmiastowa analiza i raportowaniem

o Load position do szybkiego i fatwego wktadania i wyjmowania probek

o Duze drzwi z automatyczng blokadg promieniowania X zapewniajg tatwy dostep do
obszaru kontroli

o Duzy stot do wktadania wielu ptytek

o  Czytnik kodéw kreskowych do automatycznego rozpoznawania numeréw seryjnych prébek
(opcjonalnie)

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

o Nieograniczony czas pracy zrddta ze wzgledu na konstrukcje otwarta, gdzie
uzytkownik sam moze wymienia¢ tanie zarniki

o Serwisowane elementy sg fatwo dostepne

e Zintegrowane zrédto nie wymaga przewodu wysokiego napiecia

o Podioze nie wymaga zadnego dodatkowego wzmocnienia

BEZPIECZENSTWO

o Ciagte monitorowanie fail-to-safe

o W petni szczelna obudowa nie wymaga stosowania dodatkowych plakietek lub odziezy
ochronnej

e Obudowa otowiana jest w petni zgodna z normami bezpieczenstwa DIN 54113
oraz przepisami CE

Przerwany przewdd



KONTROLA W CZASIE RZECZYWISTYM

Interaktywne i przyjazne dla uzytkownika
oprogramowanie jest niezbedne do oceny i
doktadnej analizy ztozonych struktur
wewnetrznych.

Inspect-X zostat stworzony z mysla o
uzytkownikach, wynikiem czego

oprogramowanie to jest intuicyjne i zarazem
wydajne. Inspect-X, dzieki przyjaznemu dla
uzytkownika interfejsowi zapewnia otrzymanie
wymaganej informacji, na podstawie najbardziej
zaawansowanych funkcji analizy i wizualizacji w
prosty  sposéb. Systemy XT V z
oprogramowaniem Inspect-X pozwalaja
skrocenie kontroli jakosci produktéow z linii
produkcyjnych, do pojedynczych minut zamiast
godzin lub dni.
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CAUTION
X-RAYSPROCUCED
WHEN ENERGEED.

OPROGRAMOWANIE INSPECT-X

7

Tryb pracy — wszystkie niezbedne funkcje dostgpne dla
uzytkownika

R&zne poziomy dostepu dla supervisor'a i operatora

Pasek szybkiego dostepu do najczesciej stosowanych funkcji
Krétki czas szkolenia operatora

Mapa plytek do szybkiego sprawdzania prébek

Bezkolizyjno$¢ migdzy elementami maszyny oraz probka,
Wersja standardowa zawiera wszystkie funkcje; nie sg
wymagane moduty dodatkowe

KONTROLA W CZASIE RZECZYWISTYM

Sterowanie za pomocg, joystickéw lub poprzez software w celu
interaktywnego ustawienia pozyciji probek

Zmienne powiekszenie oraz zmiana kata nachylenia detektora,
pozwalajg na detekcje w czasie rzeczywistym defektéw takich

jak head-in-pillow.

Powigkszenie, wychylenie oraz obracanie w kazdym kierunku
zawsze pozostawia obszar zainteresowania na $rodku ekranu
Mechanizm obrazowania C.Clear umozliwia obserwowanie
krystalicznie czystego obrazu na zywo

Podglad w czasie rzeczywistym (30 fps) do interaktywnej wizualizacji



ZAAWANSOWANA ANALIZA

ANALIZA | POPRAWA OBRAZU

Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji wymaga krystalicznie
czystych obrazéw. C.Clear jest to silnik graficzny dziatajacy w
czasie rzeczywistym ktory umozliwia operatorowi identyfikowaé
defekty bez czasochtonnego poprawiania obrazu.

C.Clear w inteligentny sposéb dostosowuje sie do zmieniajacych
si¢ parametrow zrodta oraz potozenia probki, automatycznie
dostosowuje obraz, kontrast i jasno$¢ w celu zapewnienia ]
najostrzejszego obrazu ktéry umozliwi rozpoznanie defektu. ~ .”

eeesss
C.Clear poprawia jakos$¢ obrazu X-ray Obraz w czasie rzeczywistym bez C.Clear
w czasie rzeczywistym w celu utatwienia

e Filtry i modyfikacie obrazu przechowywane jako profile

uzytkownikéw w celu dostosowania do réznych typéw prébek lub rozpoznania wady
indywidualnych preferencii operatora.
o Filtry przetwarzania obrazéw (wyostrzanie, wygtadzanie, KROK 1: Zdefiniowanie szablonu BGA
detekcja krawedzi, odejmowanie tfa, itp.) 000000 OCS
o Histogram obrazu 000000
L (N
L N LR L N
0 o+ aa
INSPEKCJA BGA $s ieoseeee Ko
Funkcjonalnos¢ inspekcji BGA jest narzedziem ‘all-in-one’ oferujacym oo 0000000 System uczy sie BGA
automatyczng analize: 'Y LXK o0
o Porowatosci (procentowo pojedynczej lub wszystkich kulek) [ N | o0

;

o Okragtosci kulek
o Liczby kulek

o Potaczen

o Detekcje Pass/Fail

Efektywne algorytmy przetwarzania obrazu umozliwiajg uzyskanie
doktadnych wynikow nawet dla ztozonych uktadow plytek drukowanych.

Dostepne narzedzia pozwalajg na stworzenie wiasnej biblioteki
szablondw BGA w celu skrocenia czasu na stworzenie automatycznej
procedury kontroli Pass/Fail .

ANALIZA PRZEWODOW

Posiadajac duze powigkszenie oraz submikronowg wykrywalno$¢
szczegdtow, system XT V z programem Inspect-X tworzy niezrdwnang
kombinacje do kontroli przewodow lutowanych. Nowe zautomatyzowane
narzedzie do ich analizy zapewnia powtarzalng kontrole z najwyzszg
dokfadnoscia,
o Wykrywanie i raportowanie uszkodzonych przewodéw w formie
passi/fail
e Automatyczna analiza wielu przewodow na plytce w
pojedynczym zdjeciu )
o Poszczegdlne szablony moga ~ by¢é zapisywane (oraz Analiza przewodow Iutowanych
wczytywane) do wewnetrznej biblioteki w celu szybkiego
tworzenia nowych procedur kontroli




SZCZGOLOWE RAPOTOWANIE
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Inspect-X oferuje zestaw tatwych w uzyciu narzedzi
oraz konfigurowalne szablony HTML jako
mozliwosci raportowania automatycznego lub w
czasie rzeczywistym. Raporty moga by¢ z tatwoscia
dzielone z kolegami lub dostawcami w celu
utatwienia podejmowania decyzji. Analize i
diagnostyke wynikow mozna przeprowadzi¢ offline
na drugim komputerze.
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KONCENTRUJAC SIE NA WYDAJNOSCI

Dziatajac w trybie automatycznej inspekcji, systemy XT V w
polaczeniu z programem Inspect-X jest wydajnym
rozwigzaniem do badan rentgenowskich dla wielokrotnych
pomiaréw plytek PCB, komponentéw poétprzewodnikowych
oraz zlozonych ukfadow elektronicznych. Tworzenie i
wykonywanie  procedur inspekcyjnych jest proste,
wykorzystujace interfejs graficzny lub akcje teach and learn.

Uzytkownicy wymagajacy szczegétowego wgladu w

(wielowarstwowe) komponenty elektroniczne moga

skorzystac z funkcji X.Tract lub Tomografii Komputerowej

aby uzyskaé petny widok struktury wewnetrznej w 3D.

ZAUTOMATYZOWANA INSPEKCJA

o Makra do automatyzacji powtarzajacych sie prostych zadan

o Programy kontroli automatycznej inspekcji i analizy catych
ptytek PCB lub wielu komponentéw

o Automatyczne program do inspekcji nie wymagajq Zadnych
umiejetno$ci programowania i wykorzystujq interfejs graficzny

e |Inteligentne sterowanie programem (IPC)

o Dodatkowa stacja off-line zapewnia maksymalng wydajno$¢ systemu X-ray

o Funkcja raportowania HTML, umoZliwia przegladanie raportéw na dowolnym
komputerze bez dodatkowego oprogramowania

o Plynne przelaczenie sie miedzy trybem radiografii (2D) oraz CT (3D) w
jednym oprogramowaniu

e Kontrola wizualna podczas zautomatyzowanej kontroli pozwala na
interaktywng inspekcje

ZOBACZ WIECEJ Z X. TRACT

X.Tract zapewnia wyniki inspekcji o jakosci CT  zlozonych

wielowarstwowych uktaddw elektronicznych bez ich krojenia. W szybkim i
przyjaznym dla uzytkownika procesie, mozliwe jest podzielenie obrazu na
mikrosegmenty w dowolnym kierunku w regionie zainteresowanie. X.Tract
ujawnia defekty, ktore zastoniete sa na dwuwymiarowych zdjeciach
rentgenowskich ztozonych elementéw takich jak plytki dwustronne. Dzigki
X.Tract, uzytkownicy zyskujg lepszy wglad, co prowadzi do zmniejszenia
liczby btednych rozpoznan i zwigkszenia produktywnosci.

GOTOWY DO CT

o Akwizycja i analiza CT wbudowana fabrycznie lub opcja na przysztosé
o tatwe w uzyciu zbieranie danych CT

o Szybkie ponowne skanowanie - zajmuije tylko 2 kroki

o Wiodacy na $wiecie czas rekonstrukcji

o Automatyczna rekonstrukcja CT przesytana z systemu XT V

o Ogromne mozliwosci analizy CT w dowolnym oprogramowaniu
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Intuicyjne ikony pomagajg uzytkownikowi na interaktywna budowe
rutynowych inspekcji automatycznych

—) Recorded Actions 9

Acquire Image
Process Image
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Nagrywanie makr pozwala uzytkownikowi na pisanie programéw do
wielokrotnej inspekcji do analizy partii

Duze powigkszenie BGA, zwizualizowane
w postaci 3D

Poryw BGA (Obraz CT)



SPECYFIKACJA

XTV 160 XTV130C
Max kV 160 kV 130 kV
Max. moc 20w 10w

Zrodio rentgenowskie

Otwarte, transmisyjne

Wielko$¢ plamki 12 1um 3um
Rozpoznawalno$¢ szczegotow ! 500 nm 2pum
Powigkszenie geometryczne 2.5x - 2,400x
Powiekszenie systemowe Do 36,000x
Detektor (Standard) Kamera 1.45 Mpixel 12bit 0 podwajnym zakresie Kamera 1.45 Mpixel 12bit z
fotopowielacza 4’/6” fotopowielaczem 6”

Detektor (opcja) Kamera 1.45 Mpixel 12bit z fotopowielaczem o podwojnym zakresie 4°/6” (XT V 130C)

Detektor ptaski Varian 1313DX (1 Mpixel, 16-bit)

Detektor ptaski Varian 2520DX (3 Mpixel, 16-bit)

Detektor ptaski Dexela 1512 (3 Mpixel, 14-bit)

Manipulator 5-osiowy (X,Y,Z,T,R) 4-osiowy (X, Y,Z,T)
05 obrotu Zawarta Opcjonalna
Wychylenie 0 - 75 stopni

Mierzona objeto$¢

Najwiekszy kwadrat w pojedynczym zdjeciu 406x406 mm (16x16”)
Mozliwie najwigkszy obszar 711x762 mm (28x30”)

Max. Waga prébki

5kg (11 Ibs)

Monitory Pojedynczy 4k IPS (3840x2160 pixels)

Wymiary kabiny (WxDxH ) 1,200 x 1,786 x 1,916 mm (48.0 x 71.3 x 75.4")

Waga 1,935 kg (4,266 Ibs)

Bezpieczenstwo <1 pSv/hr przy powierzchni kabiny

Oprogramowanie Oprogramowanie do kontroli i analizy Inspect-X

Inspekcja automatyczna Zawarto Opcjonalna

CT/X.Tract Opcjonalna

Podstawowe zastosowania Inspekja elektroniki i potprzewodnikow Inspekcja elektroniki w czasie rzeczywistym

zautomatyzowana lub w czasie rzeczywistym

+dla 80 kV, 80 pA
: ponizej 2 W
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More offices and resellers at www.nikonmetrology.com
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Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3,
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